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英伟达 Q2 超预期，盛科通信单季收入创历史新

高 
---电子行业周报 

报告摘要： 

[Table_Summary] AI 算力：英伟达 Q2 超预期，国产大模型持续迭代。1）英伟达 2027 财年

第二季度营收 962 亿美元，同比增长 106%，超出市场预期。2）OpenAI 公

布与博通联合开发的自研 AI 芯片 Jalapeno 测试进展。3）智谱发布 GLM-

5.3-Flash，在线业务由约 10 万张国产 AI 芯片承载。4）英伟达宣布推理加

速器 Groq 3 LPX 机架进入全面量产。5）英伟达与 Apollo、BlackRock 等金

融机构合作，计划撬动超 5000 亿美元第三方资本投入 AI 基础设施。6）

OpenAI 宣布终止与 Cursor 的合作关系。7）腾讯混元发布并开源 Hy4 preview

大模型。8）盛科通信 2026 年上半年营收 6.71 亿元、同比增长 32.04%，Q2

单季收入 4.22 亿元创历史新高，存货与预付款等先行指标抬升，指向后续

营收加速释放。 

 

存储：内存墙问题依旧严峻，长鑫科技中报业绩高增。1）美光表示 AI 加速

器算力提升速度快于 HBM 带宽增长，内存墙问题加剧，晶圆消耗、先进封

装及散热成为 AI 算力扩张的瓶颈。2）三星电子、SK 海力士计划增加对英

伟达 8 层 HBM4 产品供应，8 层产品有望成为下一代 HBM4E 的重要形态。

3）大普微获得约 34.91 亿元企业级 PCIe SSD 订单，约占公司 2025 年主营

业务收入的 152.70%。4）高通联合三星电子、SK 海力士和台积电推进 HBC

商业化，首代产品计划 2027 年出货。5）SK 海力士美国 HBM 先进封装工

厂奠基，计划投资约 40 亿美元。6）长鑫科技上半年营收 1503.1 亿元，同

比增长 873.64%，归母净利润 776.05 亿元，同比扭亏。 

 

集成电路：小米 3nm 芯片发布，发改委提出推动全链条突破。1）小米公布

玄戒 O3 芯片架构，采用 3nm 工艺，集成 240 亿颗晶体管。2）金辰股份拟

投资 10 亿元建设半导体装备研发及制造项目。3）立昂微拟投资约 30 亿元

建设 12 英寸硅片项目。4）国家统计局数据显示，1-7 月集成电路制造业利

润同比增长 18.5 倍。5）信维通信拟以约 11 亿元取得益阳电子科技 55%股

权，布局高端 MLCC 业务。6）国家发改委提出推动集成电路全链条突破。 

 

光通信：光模块龙头中报高增，CPO 样品已交付。1）中际旭创上半年营收

417.78 亿元，同比增长 182.49%；新易盛营收 209.10 亿元，同比增长 100.34%。

2）拓斯达拟以约 1.47 亿元收购来勒光电 49%股权。3）瑞可达调整募投项

目，拟将约 2 亿元投向高速通信连接组件。4）工业富联 CPO 全光交换机样

品已向客户交付。5）国家统计局数据显示，1-7 月光纤制造业利润同比增长

468.4%。6）环旭电子与光创联推进超高功率 ELSFP 产品。 

 

下周关注重点：1）产业事件：英伟达 Vera Rubin 平台量产爬坡进展、CPO

全光交换机客户部署反馈；2）宏观数据：关注美国就业与通胀数据对 AI 算

力板块的风险偏好的影响；3）政策跟踪：国家发改委集成电路全链条突破

相关政策的配套落地；4）海外产业：高通 HBC 首代产品送样验证进展、SK

海力士美国 HBM 工厂建设动态。 

风险提示：全球 AI 算力投资不及预期风险；存储芯片价格波动与供给格

局变化风险；中美贸易摩擦与出口管制加剧风险。 
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1. 本周行情复盘 
 

本周上证指数涨幅 1.20%，深证成指跌幅 1.00%，科创板综指跌幅 0.71%，创业板指

跌幅 3.42%。申万电子指数周涨幅 0.56%，在 31 个子行业中排名 26。 

 

图 1：本周申万各行业涨跌幅指数 

 

数据来源：Choice，东北证券 

 

电子细分板块中表现前三为：其他电子Ⅱ涨幅 2.10%，元件涨幅 2.03%，消费电子涨

幅 1.63%。 

 

图 2：申万电子细分行业本周涨跌幅情况 

 

数据来源：Choice，东北证券 

 

个股涨幅前三为捷荣技术（45.82%）、英集芯（35.01%）、超频三（32.74%）。个股跌

幅前三为普冉股份（-16.48%）、戈碧迦（-15.48%）、世华科技（-13.74%）。 
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表 1：本周电子个股涨跌幅前五 

 证券代码 证券名称 涨跌幅 股价（元） 公司市值（亿元） 

涨幅前五 

002855.SZ 捷荣技术 45.82% 14.64 36.08 

688209.SH 英集芯 35.01% 29.54 128.14 

300647.SZ 超频三 32.74% 7.5 34.30 

300456.SZ 赛微电子 28.05% 40.4 295.81 

688183.SH 生益电子 25.67% 131.2 1098.92 

跌幅前五 

688766.SH 普冉股份 -16.48% 401.18 596.57 

920438.BJ 戈碧迦 -15.48% 104.8 151.40 

688093.SH 世华科技 -13.74% 21.85 61.26 

603068.SH 博通集成 -13.67% 35.74 54.25 

920161.BJ 龙辰科技 -12.84% 23.56 32.04 
 

数据来源：Chocie，东北证券 

 

2. 本周行业重点事件 
 

2.1  AI 算力：英伟达 Q2 超预期，国产大模型持续迭代。 
 

英伟达 2027 财年第二季度业绩超预期。8 月 27 日，英伟达公布 2027 财年第二季度

财报（截至 2026 年 7 月 26 日）。单季营收 962.21 亿美元，同比增长 106%，环比增

长 18%；数据中心收入 890 亿美元，同比增长 117%；净利润 596.88 亿美元，同比

增长 126%；GAAP 毛利率 75%。英伟达预计 2027 财年第三季度营收 1080 亿美元，

上下浮动 2%。公司同时表示 Vera Rubin 平台已进入全面量产，并推出了面向 AI 智

能体的首款 CPU 产品 Vera。 

 

英伟达推理加速器 Groq 3 LPX 机架进入全面量产。8 月 25 日，英伟达宣布推理加

速器 Groq 3 LPX 机架已进入全面量产阶段，Groq 机架将与 Vera 中央处理器和 Rubin

图形处理器一同部署在新型云服务商 Nebius 的数据中心。 

 

OpenAI 公布自研 AI 芯片 Jalapeno 测试进展。8 月 26 日，OpenAI 公布与博通联合

开发的自研 AI 芯片 Jalapeno 测试进展，公司称其在单位功耗 AI 处理量及响应速度

方面表现突出，计划年内用于自有 AI 基础设施。 

 

智谱发布 GLM-5.3-Flash，在线业务由约 10 万张国产 AI 芯片承载。8 月 27 日，智

谱发布 GLM-5.3-Flash，其在线业务由约 10 万张国产 AI 芯片承载，成为国产 AI 算

力大规模承载真实模型调用的案例。 

 

英伟达联合金融机构撬动超 5000 亿美元第三方资本。8 月 27 日，英伟达宣布与

Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、高盛及 KKR 等金融机构合作，计划逐

步撬动超过 5000 亿美元第三方资本投入 AI 基础设施建设。 

 

OpenAI 宣布终止与 Cursor 的合作关系。OpenAI 发布声明，宣布终止与 Cursor 的

合作关系，表示 Cursor 被 SpaceX 收购后，已经不被 OpenAI 信任。 

 

腾讯混元发布并开源 Hy4 preview 大模型。8 月 28 日，腾讯混元发布并开源新一代

大语言模型 Hy4 preview，总参数 770B、激活参数 49B，上下文长度超 1M。 

 

2.2 存储：内存墙问题依旧严峻，长鑫科技中报业绩高增。 
 

美光称内存墙问题进一步加剧。8 月 24 日，美光表示 AI 加速器算力提升速度明显

快于 HBM 带宽增长，内存墙问题进一步加剧，晶圆消耗、先进封装及散热正成为

AI 算力扩张的重要瓶颈。美光的判断反映出，在 AI 训练与推理算力持续升级的背
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景下，存储带宽的供给增速落后于算力增速，制约因素正从单纯的存储容量向晶圆、

封装与散热等环节扩散。 

 

三星电子、SK 海力士计划增加对英伟达 8 层 HBM4 产品供应。8 月 26 日，据韩媒

报道，三星电子与 SK 海力士计划增加对英伟达 8 层 HBM4 产品的供应，以保障不

同规格 HBM 供给的稳定，并改善散热表现。8 层产品有望成为下一代 HBM4E 的重

要产品形态。 

 

大普微获约 34.91 亿元企业级 PCIe SSD 订单。8 月 26 日，大普微获得约 34.91 亿

元企业级 PCIe SSD 订单，订单金额约占公司 2025 年主营业务收入的 152.70%。该

订单反映 AI 数据中心企业级存储需求的持续增长。 

 

高通联合三星电子、SK 海力士和台积电推进 HBC 商业化。8 月 27 日，据韩媒报

道，三星电子、SK 海力士正与高通合作推进高带宽计算（HBC）芯片的商业化。高

通负责制造 DRAM 芯片下方的计算芯片并提供 TSV 设计，三星电子和 SK 海力士

负责 DRAM 芯片堆叠，台积电负责各项技术与封装工艺的整合。第一代 HBC 产品

计划于 2027 年实现商业化并出货，将集成到高通 AI 加速器 AI250 中。HBC 将多颗

低功耗 DRAM（LPDDR）芯片垂直堆叠并置于加速芯片上方，与 HBM 类似采用硅

通孔（TSV）工艺实现 3D 堆叠。 

 

SK 海力士美国 HBM 先进封装工厂奠基。8 月 28 日，SK 海力士美国 HBM 先进封

装工厂奠基，公司计划投资约 40 亿美元建设印第安纳州工厂，首座洁净室预计 2028

年启用。SK 海力士判断全球存储芯片短缺可能持续至 2030 年底。 

 

长鑫科技上半年营收增长逾 8倍，归母净利润扭亏为盈。8月 28日，长鑫科技（688825）

发布2026年半年度报告。上半年公司实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；

归母净利润 776.05 亿元，上年同期为亏损 23.32 亿元，同比扭亏为盈；经营活动产

生的现金流量净额 1311.56 亿元，同比增长 2985.64%。分季度看，第二季度营收 995.1

亿元，环比增长 95.9%，归母净利润 528.43 亿元，环比增长 113.4%，上半年主营业

务毛利率达 84.84%。据 Counterpoint Research 数据，按 2026 年一季度收入计，长鑫

科技全球 DRAM 市场份额约 8%，位列全球第四。公司披露 LPDDR6 产品最高速率

12800Mbps、芯片容量 16GB，已向关键客户送样验证，并正加速推进量产。 

 

2.3 集成电路：小米 3nm 芯片发布，发改委提出推动全链条突破。 
 

小米公布玄戒 O3 芯片架构。8 月 24 日，小米公布玄戒 O3 芯片架构，该芯片采用

3nm 工艺，集成 240 亿颗晶体管，搭载 10 核 CPU 和 16 核 GPU，CPU、GPU 性能

较上一代分别提升 60%和 85%。 

 

金辰股份拟投资 10 亿元建设半导体装备研发及制造项目。8 月 25 日，金辰股份披

露拟投资 10 亿元建设半导体装备研发及制造项目，公司业务由此前以光伏设备为

主，进一步向泛半导体装备领域延伸。 

 

立昂微拟投资约 30 亿元建设 12 英寸硅片项目。8 月 26 日，立昂微披露拟投资约

30 亿元建设 12 英寸硅片项目，规划月产 20 万片 12 英寸轻掺衬底片和 12 万片硅外

延片，全面达产后预计年产值超过 13 亿元。 

 

1-7 月集成电路制造业利润同比增长 18.5 倍。8 月 27 日，国家统计局数据显示，1-

7 月集成电路制造业利润同比增长 18.5 倍，电子工业利润同比增长 1.1 倍，集成电

路成为电子行业利润增长的重要驱动。 
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信维通信拟收购益阳电子科技 55%股权。8 月 27 日，信维通信披露拟以约 11 亿元

现金取得益阳电子科技 55%股权，交易完成后合计持股 70%，进一步布局高端MLCC

及电子元器件业务。 

 

国家发改委提出推动集成电路全链条突破。8 月 28 日，国家发改委提出推动集成电

路全链条突破，将围绕高端设计、先进制造、功率及化合物半导体、先进封装和存

储等领域推进关键核心技术攻关。 

 

盛科通信 2026 年上半年营收同比增长 32.04%，Q2 单季收入创历史新高。8 月 26

日，盛科通信发布 2026 年半年度报告，上半年实现营业收入 6.71 亿元，同比增长

32.04%；归母净利润亏损 0.18 亿元，同比减亏 25.85%。其中二季度实现收入 4.22

亿元，环比增长 69.98%，创单季历史新高。上半年研发费用 2.61 亿元，占营业收入

的 38.99%。财务先行指标方面，二季度末存货 5.52 亿元、环比增长 66%，应收账

款 2.3 亿元、环比增长 74%，预付款 2.99 亿元维持较高水平，购买商品、接受劳务

支付的现金 4.29 亿元、环比提升约 90%。此外，公司 7 月将向中国电子及其下属公

司的年度销售预计额度由 6 亿元提高至 22 亿元，8 月公告与中电港签订以太网交换

芯片长期销售合同、金额超过 2025 年营业收入的 50%，上述订单尚未计入上半年

报表。盛科通信作为国内以太网交换芯片领先企业，其采购现金流、存货到营收的

传导链条显示，Q2 库存与采购现金流的抬升指向后续营收的加速释放，叠加 7-8 月

集中落地的大额销售框架与长期合同，公司下半年收入有望进入加速兑现期，国产

交换芯片在 AI 数据中心组网中的渗透率提升逻辑延续。 

 

2.4 光通信：光模块龙头中报高增，CPO 样品已交付。 
 

中际旭创上半年营收增长 182.49%。8 月 24 日，中际旭创披露 2026 年半年度报告，

上半年实现营收 417.78 亿元，同比增长 182.49%；归母净利润 136.51 亿元，同比增

长 241.7%。营收与利润的高速增长反映 AI 数据中心对高速光模块需求的强劲，1.6T

等高速产品的放量推动龙头厂商规模效应进一步显现，光模块环节的行业集中度持

续提升。 

 

新易盛上半年营收增长 100.34%。8 月 24 日，新易盛披露 2026 年半年度报告，上

半年实现营收 209.10 亿元，同比增长 100.34%；归母净利润 75.29 亿元，同比增长

90.98%。其中光互联产品营收 208.83 亿元，毛利率 48.46%。营收高增与毛利率提

升反映高速率光模块产品销售占比的提升与产品结构的优化，AI 算力投资向光模块

环节的传导仍在持续。 

 

拓斯达拟收购来勒光电 49%股权。8 月 24 日，拓斯达披露拟以约 1.47 亿元收购来

勒光电 49%股权。来勒光电主要生产光模块高精度耦合及自动化设备，拓斯达借此

进一步切入高速光通信设备产业链。此举反映自动化设备厂商向光模块设备环节延

伸，光模块及硅光、CPO 扩产带动上游高精度耦合与自动化设备需求，设备环节的

国产化空间进一步打开。 

 

瑞可达调整募投项目投向高速通信连接组件。8 月 24 日，瑞可达披露调整募投项

目，拟将约 2 亿元募集资金投向高速通信连接组件及无源光连接产品，进一步覆盖

数据中心和 AI 服务器高速互连需求。此举反映连接器厂商向高速通信连接环节延

伸，AI 服务器高速互连对连接组件的需求持续增长，推动相关厂商完善产品布局。 

 

工业富联 CPO 全光交换机样品交付。8 月 26 日，工业富联表示 CPO 全光交换机样

品已向客户完成交付，同时 ASIC AI 服务器机柜出货增长，公司持续强化 AI 服务

器与高速光互连布局。此举反映 CPO 从概念验证走向工程化落地，全光交换机样品

的交付表明 CPO 商业化进程推进，光互连技术路线正加速向共封装光学方向演进。 

 

仅供内部参考，请勿外传



 

 

 

请务必阅读正文后的声明及说明                                                        7 / 9 

[Table_PageTop] 电子/行业动态 
 

1-7 月光纤制造业利润同比增长 468.4%。8 月 27 日，国家统计局数据显示，1-7 月

光纤制造业利润同比增长 468.4%，光缆制造业利润增长 62.6%，通信系统设备制造

业利润增长 55%。光纤制造业利润的大幅增长反映 AI 算力网络建设对光纤光缆的

需求拉动，光通信产业链整体盈利水平同步提升，上游光纤环节的景气度领先于中

下游。 

 

环旭电子与光创联推进超高功率 ELSFP 产品。8 月 28 日，环旭电子与光创联推进

超高功率 ELSFP 产品，该产品面向 NPO、CPO 外置激光源应用，目前已完成样品

开发并推进小批量验证，预计 2027 年一季度进入量产。此举反映 CPO 产业链配套

环节的推进，外置激光源（ELSFP）作为 CPO/NPO 方案的关键配套，其样品开发与

小批量验证的推进意味着 CPO 供应链正在逐步完善。 

 

2.5 下周关注重点 
 

1）产业事件：英伟达 Vera Rubin 平台量产爬坡进展、CPO 全光交换机客户部署反馈；

2）宏观数据：关注美国就业与通胀数据对 AI 算力板块的风险偏好的影响；3）政策跟

踪：国家发改委集成电路全链条突破相关政策的配套落地；4）海外产业：高通 HBC 首

代产品送样验证进展、SK 海力士美国 HBM 工厂建设动态。 

 

3. 风险提示 
 

➢ 全球 AI 算力投资不及预期风险； 

 

➢ 存储芯片价格波动与供给格局变化风险； 

 

➢ 中美贸易摩擦与出口管制加剧风险。 
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